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1. はじめに

　近年著しくグローバル化した電子機器，特にスマート
フォンに代表されるコンシューマ向け電子機器や車載機器
において，消費地，デザイン拠点，生産拠点，調達拠点の
バリューチェーンが国境をまたがるだけではなく企業間を
またがることも珍しくない。
　さらに，災害時の対策 (BCP: Business Continuity Plan)と
してこのようなバリューチェーンの一角が突然機能しなく
なった際にも，短時間で代替拠点調達先に切り替えられ，
安定した生産を維持できるしくみも求められる。
　上記のような安定した生産を維持する施策の一つとし
て，設計工程において生産工程で発生しうる問題を事前に
検証し，工程間での手戻りを極力少なくすることが有効で
ある。このような要求に応じたテスト容易化設計 (DFT: 
Design for Testability)を含む広義の製造性考慮設計 (DFM: 
Design for Manufacturing)を目的とした，汎用的なシステム
も登場している。
　同時に事前検証するだけでなく，新しいテクノロジの採
用，部品パッケージの採用，新しい製造設備の採用，生産
地の切り替えのタイミングで新たに発生しうる不良情報に
対しても，速やかに設計工程の DFM検証にフィードバッ
クできるしくみを確立することが高品質を維持し続ける要
点となる。
　しかしながら，前述のように著しく分断化あるいはグ
ローバル化した電子機器の設計，生産，検査という一連の
プロセスの中で拠点，企業間を移動しながらものづくりす
る際に手間となるのが，回路接続情報（ネットリスト），基
板加工データ，部品搭載情報に代表されるおびただしい
データと検証フォーマットとの交換の組み合わせを管理，
実行，評価する複雑さである。
　本稿ではこのようなバリューチェーン環境において，
DFM検証の効率をいかに上げるかについて述べたい。

2. 基板設計工程における DFM検証

　従来基板設計工程においては設計ルールに沿った検証
(DRC: Design Rule Check)が行われているが，それだけでは
製造時の問題を十分に解決できない。そのため，PWB製造
ルールや部品実装ルールに対応した検証システムを個別に
開発してきた。
　しかし，部品パッケージの小型化，狭ピッチ化，BGA/

CSP化，部品内蔵基板の登場 1)，高密度実装など急速に進
化する製造技術や部品実装技術に追従するには，個別開発
システムでは負担である。そのため，汎用システムを用い
て製造性考慮設計 (DFM)やテスト容易性設計 (DFT)と呼ば
れる事前検証工程が，プロセスに組み込まれるようになっ
た。要求される製造ルールや部品実装ルールを，必要に応
じて検証機能を取捨選択しパラメータを与えることによ
り，短期間で運用を開始できる。
　DFMでは主に PWB製造時や部品実装時の歩留りをあげ
るための生産技術的な事前検証を，DFTでは部品実装後の
外観検査において光学的死角がないか確認，あるいは電気
検査時のテストポイントの確保などを，設計工程の中で事
前検証を行っている。共に生産設備，検査機器の能力に対
応した数値パラメータを付加する。
　図 1に代表的な部品に関わる距離チェックの機能を示
す。図 2にはテストポイントに関連わる距離チェックと抜
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図 1.　部品間隔の DFM検証機能の例


